


く融着接続を行うことを可能としました。

一方のファイバ（左側）はXY方向に移動できるセラミック

ブロック上のV溝で把持され，他方のファイバに対して軸合わ

せ（調心）されます。Z方向への移動時はV溝上をUV被覆部

が滑って移動します。他方のファイバ（右側）は同様にUV被

覆部を介してV溝部で把持されますが，V溝上をUV被覆部が

滑らないようにセラミックブロック全体を前進運動させて，軸

合わせされたファイバを融着接続する方法を採っています。

これらのシンプルで位置決め精度の高い機構を採用したこと

により，被覆把持タイプでありながら従来機と変わらない高い

接続損失特性が得られました。また，接続部の破断強度は従来

方式の平均 11.9 Nに対して，本方式では短い口出し長も手伝

って平均23.8 N（ただし高強度融着接続システムを使用したと

き）と，ほぼ2倍に向上しています。
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